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Abstract (en)
Metallizing objects which have at least two different plastics on the surface, comprises: (a) etching of the objects with an etching solution; (b) treating
the objects with a solution of a colloid or with a solution of a metal compound, the metal being a metal of Group VIIIB or IB of the Periodic Table of
the Elements; and (c) electrolytically metallizing the objects with a metallization solution. Metallizing objects which have at least two different plastics
on the surface, comprises: (a) etching of the objects with an etching solution; (b) treating the objects with a solution of a colloid or with a solution of
a metal compound, the metal being a metal of Group VIIIB or IB of the Periodic Table of the Elements; (c) electrolytically metallizing the objects with
a metallization solution, the method further comprising subjecting the objects to ultrasonic treatment during a treatment in an additional method step
performed after performing method step (b) and before method step (c), not however in electroless depositing of metal, to avoid Metallization of at
least one first plastic exposed on the surface of the objects while at least one second plastic exposed on the surface of the objects is metallized.

Abstract (de)
Zur Verbesserung der Selektivität bei der Metallisierung, von zu Metallisierenden Oberflächenbereichen auf verschiedene Kunststoffe aufweisenden
Gegenständen, während nicht zu metallisierend Bereiche nicht metallisiert werden dürfen, wird folgendes Verfahren vorgeschlagen: A) Beizen der
Gegenstände mit einer Beizlösung: B) Behandeln der Gegenstände mit einer Lösung eines Kolloids oder einer Verbindung eines Metalls der Vlll.
Nebengruppe des PSE und C) elektrolytisches Metallisieren der Gegenstände mit einer Metallisierungslösung. Gemäß der vorliegenden Erfindung
werden die Gegenstände während der Behandlung in einem sich an den Verfahrensschritt B) anschließenden weiteren Verfahrensschritt einer
Uftraschallfoehandlung unterworfen, um die Metallisierung mindestens eines ersten an der Oberfläche der Gegenstände exponierten Kunststoffes zu
verhindern, während mindestens ein zweiter an der Oberfläche der Gegenstände exponierter Kunststoff metallisiert wird.
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